







This paper presents a novel defect―tolerance sign for VLSIs ca■ed“the rnulti―dimensional
subsystem―dividing"  It is concluded thati ① the chip expansibility of the system introducing
the 2-dilnensional subsystem―dividing is increased 33% at maXilnunl than that of the system
introducing usual subsystem―dividil■g, ② the chip expansibility of the system intrOducing the 3-
dilnensional subsystem―dividing is increased 3%at rnaX than that ofthe 2-dilnensional subsys―
tem―dividing, ③ the chip expansib■ity of the system introducing the 4-dilnensional subsystem―
dividing is increased about 0 2% at maX than that of the 3-dirnensional
′【θυ ωοrtrsi multi dimensiona1/subsystem―dividing/defec ―tolerance/VLS1/yield
1。 まえが き
WSIのような集積度の極めて高いシステム
においては,チップ面積の増大に伴う歩留り低
下が最大の問題であり,その実現のためには冗
長構成の導入が不可欠と考えられる(1ちVLS1/
WSIシステムヘの冗長構成の導入は,動作時に
発生する障害の回復,すなわち高信頼性を目的
とするものと,製造時に発生する欠陥の救済,す
なわち歩留り改善を目的とするものに分けるこ
とができる9ち 本研究では歩留り改善について
論ずる。
歩留 り改善を目的とした冗長構成 としては
種々のタイプのものが報告されてきた力Y9~(1の,
それぞれ長所短所を有しており,対象とするシ
ステムに応じて使い分けが必要となるようであ
る。例えば,文献 (5)において報告されている
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方法は,規則性にすぐれ,VLS1/ヽVSIに適した
条件を備えているが,単一の回路から構成され
るシステムにのみ適用できるという問題点を有
している。本論文では,予備の回路を用意し欠
陥の生じた回路と直接交換する形式の冗長構成
について論ずる。本冗長構成は,任意の構造を
持ったシステムに対して適用できるという利点
を有している。一方,予備の回路と欠陥の生じ
た回路を交換する機構が複雑になりがちである
という問題点も有する。本冗長構成は,一般に,
予備の回路(冗長な回路),予備の回路に切 り換
えるための配線 (冗長な配線)および切り換え
スイッチから構成される。もし,これらの冗長
構成に要するチップ面積が大きいと,歩留り向
上効果が相殺されることとなる。しかし, これ
まで冗長な配線のチップ面積の歩留りに対する
影響についてはあまり幸艮告されていない。
冗長な配線が長くなる場合,システム全体を
いくつかのサブシステムに分割してサブシステ
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